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"ANTENA PATCH COM CONTRAPESO DE BLINDAGEM ELETROMAGNETICA"
FUNDAMENTOS

A invencdo refere-se em geral a antenas e mais
especificamente a uma antena patch possuindo um contrapeso
de blindagem eletromagnética.

Os sinais eletromagnéticos s&o transmitidos e
recebidos através de antenas. A selecdo ou projeto de uma
antena para um dispositivo em particular pode depender de
uma variedade de fatores incluindo freqgliéncias de sinal,
desempenho minimo de antena e espago disponivel. Em
dispositivos méveis sem fio, o tamanho e a localizagdo de
uma antena s&o consideracgdes importantes para o desempenho
da antena. Dispositivos mdveis convencionais utilizam
antenas patch embutidas tal como a Antena Planar Invertida
“F” (PIFA) onde um elemento de radiagdo ¢é posicionado
paralelo a um plano de terra formado por uma camada de
terra condutora em uma placa de circuito impresso (PCB). O
elemento de radiacdo pode ser impresso dentro de uma camada
condutora na PCB ou pode ser formado em um componente
separado que ¢é fixado perto da camada de terra na PCB.
Projetos convencionais de antena patch sdo limitados uma
vez que a localizagdo do plano de terra na PCB além de
outras restri¢des mecénicas do projeto do dispositivo mbvel
limitam a localizac&o e posicionamento potenciais do
elemento de radiagdo. As caracteristicas de desempenho da
antena patch tais como largura de Dbanda e eficiéncia
dependem muito do espacamento entre o plano de terra e o
elemento de radiacd&oc. Como resultado disso, a localizacgdo e
o posicionamento da PCB nos dispositivos méveis
convencionais limitam as localizacgdes potenciais do
elemento de radiagdo e frequentemente resultam em um

dispositivo de comunicagdo mével maior do que o requerido.
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De acordo, existe a necessidade por uma antena
patch que maximize a flexibilidade em localizagdo da antena
dentro de um dispositivo de comunicacgdo portdtil e facilite
projetos compactos de dispositivos de comunicacdo mével.

BREVE DESCRICAO DOS DESENHOS

A figura 1 é um diagrama de blocos de um
equipamento de antena patch de acordo com uma modalidade
exemplar da invencé&o;

A figura 2 ¢é uma representacdo esqgquemdtica
mecénica de uma vista lateral da montagem de dispositivo de
comunicagdo moével de acordo com a modalidade exemplar da
invencgéo;

A figura 3 ¢é uma representacdo esquemdtica
mecanica de uma vista inferior da montagem de dispositivo
de comunicacdo mdével de acordo com a modalidade exemplar da
invencao;

A figura 4 é uma ilustragdo de uma vista em
perspectiva de uma montagem de dispositivo de comunicacdo
mével exemplar onde a blindagem eletromagnética ¢é uma
blindagem metédlica retangular.

DESCRICAO DETALHADA

De acordo com uma modalidade exemplar da
invencdo, uma antena patch inclui um elemento de radiacéio
posicionado em um lado plano de uma placa de circuito
impresso e uma blindagem eletromagnética posicionada em um
lado plano oposto da placa de circuito impresso. A
blindagem eletromagnética forma pelo menos uma parte do
contrapeso da antena e é conectada ao terra da PCB em pelo
menos uma localizacdo. O equipamento de antena patch
exemplar maximiza a flexibilidade na localizacd3o da antena
dentro de um dispositivo de comunicacdo mdével enquanto

minimiza o tamanho do dispositivo de comunicacdo mével.
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A figura 1 é um diagrama de blocos de uma vista
lateral de uma antena patch 102 dentro de uma montagem de
dispositivo de comunicagdo mével 100 de acordo com uma
modalidade exemplar da invenc¢do. Os bpblocos na figura 1
geralmente representam uma configuracdo relativa exemplar e
nao representam necessariamente tamanhos ou posicédes
relativos dos componentes ilustrados. A antena patch 102
inclui um elemento de radiacdo 104 e um contrapeso formado
pelo menos parcialmente por uma blindagem eletromagnética
106. Na modalidade exemplar, a antena patch 102 é integrada
com uma placa de circuito impresso 108 de um dispositivo de
comunicagdo mdével tal como, por exemplo, um telefone
celular ou PDA sem fio. Em alguns casos, no entanto, a
antena patch 102 pode ser integrada com outros dispositivos
ou pode ser formada como um componente discreto conectavel
a um dispositivo de comunicagdo mével. A antena patch 102 é
configurada para operar em uma ou mais larguras de banda de
freqiéncia. Na modalidade exemplar, a antena patch 102 é
uma antena planar invertida “F” (PIFA) multibanda otimizada
para operar na banda de freqliéncia de 824 a 894 MHz
(celular U.S.), na banda de freqgiiéncia de 1850 a 1990 MHz
(PCS U.S.) e na banda de freqiiéncia de 1575 MHz (GPS).

O elemento de radiagdo 104 da antena patch 102 é

posicionado em um lado da placa de circuito impresso (PCB)

108 e a blindagem eletromagnética 106 é posicionada em um
lado oposto da PCB 108. A blindagem eletromagnética 106 é
conectada ao terra 110 da PCB 108 e forma pelo menos uma
parte do contrapeso (plano de terra) para a antena patch
102. Na modalidade exemplar, o contrapeso da antena patch
102 ¢ formado pela combinagdo da blindagem eletromagnética
106 e o terra 110 da PCB 108. A blindagem eletromagnética
106 pode ser formada a partir de qualquer um dentre varios

materiais eletricamente condutores e pode ter qualquer um
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dentre varios formatos e tamanhos dependendo das restrigdes
de projeto particulares, frequéncias de operagcdo e
desempenho desejado. Como discutido abaixo em maiores
detalhes, as dimensdes da blindagem eletromagnética 106 séo
selecionadas, pelo menos em parte, de acordo com a posigdo
desejada do plano de terra para a antena patch 102.

Como mencionado acima, a blindagem
eletromagnética 106 é conectada ao terra 110 da PCB 108. Na
modalidade exemplar, pelo menos uma parte da blindagem
eletromagnética 106 é soldada a uma camada de terra na PCB
108. A blindagem eletromagnética 106 pode ser conectada
utilizando-se outras técnicas em algumas circunstancias.
Por exemplo, a blindagem eletromagnética 106 pode ser
soldada a uma ou mais vias de terra como discutido abaixo.

O elemento de radiacdo 104 é qualquer tira,
chapa, folha ou dispositivo condutor adequado para radiacao
de energia eletromagnética em operagdo com um contrapeso
(plano de terra) quando excitado de forma adequada com um
sinal elétrico. Como discutido abaixo, o elemento de
radiacdo 104 na modalidade exemplar é um elemento de
radiagcdo PIFA discreto incluindo um elemento gravado, um
pino de alimentacdo, um pino de terra e uma armacdo de
suporte. Na modalidade exemplar, a armagdo do elemento de
radiagdo PIFA discreto é presa a PCB 108 com um mecanismo
de fixacgdo tal como uma disposig¢do de prendedor pléastico. O
elemento de radiac¢do 104, no entanto, pode ser preso a PCB
108 de varias formas dependendo do tipo particular de
projeto de elemento de radiacdo. Por exemplo, um elemento
de radiagdo 104 pode ser gravado, ou formado de outra
maneira, em uma camada condutora da PCB 108. Além disso, o
elemento de radiagdo pode ser formado por mais de um
elemento e/ou elementos parasiticos em algumas

circunstancias. Onde o elemento de radiacdo 104 ¢é um
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elemento de radiacao discreto, etiquetas flexiveis, pinos
ou outros mecanismos adequados para conexdo do elemento de
radiacdo 104 com a PCB 108 podem ser utilizados. Em algumas
circunstéancias, o elemento de radiac&o 104 pode ser soldado
a um traco ou camada de cobre da PCB 108. Na modalidade
exemplar, conectores de alimentagdo e de terra conectam
eletricamente os pinos de alimentacdo e de terra de
elemento de radiacdo as conexdes de circuito adequadas da
montagem de dispositivo de comunicagao mével 100.

A montagem de dispositivo de comunicagdo mével
100 inclui componentes elétricos 112 que estdo dispostos e
interconectados na PCB 108 para formar os circuitos do
dispositivo de comunicacdo mdével. A antena patch 102 &
conectada a um ou mais dentre os circuitos através de
tracos de cobre, fios, componentes elétricos ou conectores.
Os tracos de cobre na PCB 108 conectam o conjunto de
circuitos de antena aos conectores que engatam o pino de
alimentacdo e o pino de terra do elemento de radiagdo 104.

Na modalidade exemplar, a PCB 108 inclui uma
abertura 114 entre o elemento de radiagdo 104 e a blindagem
eletromagnética 106. Em algumas circunsténcias, no entanto,
a A&rea entre o elemento de radiacdo 104 e o campo
eletromagnético 106 pode incluir pelo menos parcialmente o
material dielétrico da PCB 108. De acordo, o elemento de
radiacdo 104 na modalidade exemplar é posicionado pelo
menos parcialmente sobre uma abertura 114 da PCB expondo
pelo menos uma parte da blindagem eletromagnética 106.

A figura 2 é uma representagdo esquemdtica
mecdnica de uma vista lateral e a figura 3 €é uma
representacdo esquematica mecédnica de uma vista inferior da
montagem de dispositivo de comunicacdo mével 100 de acordo
com a modalidade exemplar da invengdo. No interesse da

clareza, varios detalhes da montagem de dispositivo de



10

15

20

25

30

6/9

comunicacdo mével 100 foram omitidos nas figuras 2 e 3. Os
componentes e elementos representados pelas representacgdes
gerais nas figuras 2 e 3 se aplicam a qualquer um dentre os
varios componentes ou dispositivos. Por exemplo, o©s
componentes de circuito sdo ilustrados como blocos
retangulares (112) na figura 2 e na figura 3 apesar de
componentes elétricos poderem ter gqualguer um dentre os
inGmeros formatos e tamanhos. Os versados na técnica
reconhecerdo prontamente os varios componentes que sao
representados pelas representag¢des gerais das ilustracdes.

O elemento de radiacao 104 na modalidadé‘exemplar
é um dispositivo discreto que inclui uma estrutura plastica
206 que suporta uma folha de cobre 204 disposta e um padrédo
que cria wuma antena patch 102 PIFA multibanda quando
posicionada a uma distancia adequada de um plano de terra.
Como discutido acima, no entanto, o elemento de radiacao
204 pode ser qualquer um dentre varios elementos de
radiacdo de projeto de antena e pode ser formado dentro de
uma camada condutora da PCB 108 em algumas circunstéancias.

O mecanismo de fixacdo 208 na modalidade exemplar
inclui duas ou mais etiquetas plasticas que encaixam na PCB
108. Um pino de alimentacgdo 210 engata um conector de
antena de alimentacdo na PCB .108 que é conectado ao
conjunto de circuitos da antena. Um pino de terra engata um
conector de terra conectado ao terra 110 da PCB 108.

A Dblindagem eletromagnética 106 ¢é uma folha
recoberta de material condutor tal <como cobre, acgo,
plasticos condutores, pléastico revestido, ou pléstico com
tinta condutora. A selecdo do material e da técnica de
fabricacao utilizada para formar a blindagem
eletromagnética 106 depende da implementagdo particular,
das consideracdes de custo e de outros fatores. Exemplos de

estruturas adequadas para a blindagem eletromagnética 106
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incluem estruturas que sdo adequadamente rigidas para
minimizar deformagdes que resultam em degradacdao do
desempenho da antena. A Dblindagem eletromagnética 106
exemplar ¢é formada a partir de uma folha de 0,2 mm de
espessura (calibragem 38) de ago enrolado a frio (série
1010-1008) utilizando um processo de estampagem de metal
laminado. Um exemplo de uma técnica adequada para a
formatagcdo da blindagem eletromagnética 106 inclui a
utilizacdo de uma prensa de formacdc. Na modalidade
exemplar, a blindagem eletromagnética 106 & revestida com
estanho para aperfeicoar as caracteristicas de soldagem. A
altura da blindagem eletromagnética 106 & determinada, pelo
menos em parte, com base na separacaoc preferida entre o
elemento de radiagdo 104 e um plano de terra. A separacdo
preferida é determinada de acordo com as técnicas de
projeto de antena conhecidas como aplicadas & implementacdo
particular da antena patch 102.

Pelo menos uma parte da blindagem eletromagnética
106 ¢é conectada ao terra 110 da PCB 108. Na modalidade
exemplar, uma parte de uma dentre as quatro bordas
equiilaterais ¢é soldada a um plano de terra condutor
superior da PCB 108. Uma técnica adequada para a soldagem
da blindagem eletromagnética 106 inclui a aplicacdo de
pasta de soldagem entre a borda da blindagem
eletromagnética 106 e a PCB 108 e a exposicdo da montagem
em um forno de refluxo a uma temperatura adequada. Na
modalidade exemplar, a blindagem eletromagnética 106 inclui
uma ou mais extensdes (legs) que possuem apoios (feets) em
angulos retos que sdo soldados em pontos de soldagem na PCB
108. Os apoios sdoc paralelos a PCB 108 e presos com pasta
de soldagem em pontos de soldagem permitindo que a
blindagem eletromagnética 106 permane¢a posicionada na PCB

108 durante o processo de solda por refluxo. Para uma
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integridade estrutural adicional, mais de um lado da
blindagem eletromagnética 106 pode ser conectado a PCB 108.
Por exemplo, pelo menos partes de dois lados, trés lados,
ou todos os quatro lados de uma protegdo retangular podem
ser soldadas ao terra 110. Em algumas situag¢des, soldar
mais de um lado da blindagem eletromagnética 106 ao terra
pode degradar o desempenho da antena. Adicionalmente,
outras técnicas podem ser utilizadas para se conectar
eletricamente a blindagem eletromagnética 106 ao terra da
PCB 108. Por exemplo, a conexdo pode ser realizada
utilizando-se uma ou mais almofadas ou juntas condutoras em
algumas circunstancias.

A figura 4 é uma i1lustragcdo de uma vista em
perspectiva de uma montagem de dispositivo de comunicacgdo
mével exemplar 400 onde a blindagem eletromagnética 106 é
uma blindagem metalica retangular. A blindagem
eletromagnética 106 exemplar inclui quatro lados
equilaterais onde pelo menos as partes 406 dos dois dentre
os lados sao soldadas a um terra 110 da PCB 108. O terra
110 inclui uma camada de terra condutora 402 que é formada
no lado da PCB 108 onde a blindagem eletromagnética 106 é
conectada. As vias de terra 404 conectam outras camadas de
terra a camada de terra condutora 404. Em algumas
circunsténcias, as vias de terra 404 podem ser eliminadas.
Adicionalmente, a blindagem eletromagnética 106 pode ser
conectada diretamente as vias de terra 404 do terra 110 da
PCB. Apesar de a blindagem eletromagnética 106 exemplar ser
retangular, outros formatos e configuracdes podem ser
utilizados onde a blindagem 106 pode ter qualquer numero de
lados e pode ndo ser simétrica. Por exemplo, a blindagem
106 pode ser eliptica, circular, triangular, trapezoidal ou
hexagonal e pode ter entalhes, ranhuras ou outras

descontinuidades em mais de um lado.
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Portanto, o elemento de radiacao 104 e a
blindagem eletromagnética 106 formam uma antena patch 102
onde o elemento de radiacdo 104 é posicionado em um
primeiro lado da PCB 108 e a blindagem eletromagnética 106
& fixada ao lado oposto. Uma abertura 114 na PCB 108
minimiza a perda. Apesar de um uUnico lado da blindagem
eletromagnética 106 poder ser conectado ao terra 110 da PCB
108, maltiplos lados podem ser soldados a um plano de terra
condutor 402 em algumas circunstancias. A blindagem
eletromagnética 106 permite que o plano de terra da antena
102 exemplar seja desviado do plano da PCB 108 ou desviado
da superficie da PCB 108. Em comparagdo com as antenas
convencionais, a flexibilidade adicional é fornecida em
posicionamento da antena patch 102 com relagdo aos varios
componentes de um dispositivo de comunicagao mével. Por
exemplo, a espessura de uma carcaga de um dispositivo de
comunicacdo mével pode ser reduzida visto que a antena
patch 102 pode ser centralizada dentro da carcaga.

De forma clara, outras modalidades e modificacg¢des
dessa invencdo ocorrerdo prontamente aos versados na
técnica em vista desses ensinamentos. A descricdo acima é
ilustrativa e ndo restritiva. Essa 1invencao deve ser
limitada somente pelas reivindicagdes em anexo, que incluem
todas as ditas modalidades e modificagdes quando observadas
em conjunto com o relatdério descritivo acima e os desenhos
em anexo. O escopo da invengdo deve, portanto, ser
determinado ndo com referéncia a descrigdo acima, mas ao
invés disso, ser determinado com relacdo as reivindicacgdes

em anexo junto com seu escopo total de equivalentes.
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REIVINDICAGOES

1. Uma antena patch, compreendendo:

um elemento de radiag&o posicionado em um
primeiro lado de uma placa de circuito impresso; e

uma blindagem eletromagnética posicionada em um
lado oposto da placa de circuito impresso e formando pelo
menos uma parte de um contrapeso da antena patch.

2. Uma antena patch, de acordo com a
reivindicacdo 1, na qual o contrapeso da antena compreende
a blindagem eletromagnética e um terra da placa de circuito
impresso.

3. Uma antena patch, de acordo com a
reivindicacdo 1, na qual o elemento de radiacdo ¢é
posicionado pelo menos parcialmente sobre uma abertura
dentro da placa de circuito impresso expondo pelo menos uma
parte da blindagem eletromagnética.

4, Uma antena patch, de acordo com a
reivindicagdo 1, na qual o elemento de radiagdo e a
blindagem eletromagnética formam pelo menos parcialmente
uma antena planar invertida “F” (PIFA).

5. Uma antena patch, de acordo com a
reivindicagdo 1, na qual a blindagem eletromagnética é
soldada a um terra da placa de circuito impresso.

_ 0. Uma antena patch, de acordo com a
reivindicag¢do 5, na qual a blindagem eletromagnética possui
quatro lados e é soldada ao terra ao longo de pelo menos
uma parte de pelo menos um dos lados.

7. Uma antena patch, de acordo com a
reivindicagdo 6, na qual a blindagem eletromagnética é
soldada ao terra ao longo de pelo menos uma parte de apenas
um dentre os lados.

8. Uma antena patch, de acordo com a

reivindicacdo 1, na qual a blindagem eletromagnética inclui
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adicionalmente uma superficie superior que ¢é desviada da
superficie oposta da placa de circuito impresso.

9. Uma antena patch, compreendendo:

uma placa de circuito impresso possuindo um
primeiro lado e um segundo lado;

um elemento de radiagdo plano conectado ao
primeiro lado da placa de circuito impresso e posicionado
pelo menos parcialmente sobre uma abertura na placa de
circuito impresso; e

uma blindagem eletromagnética conectada ao
segundo lado da placa de circuito impresso e posicionado
pelo menos parcialmente sob a abertura, a blindagem
eletromagnética formando pelo menos uma parte de um
contrapeso da antena patch.

10. Uma antena patch, de acordo com a
reivindicacao 9, na qual a blindagem eletromagnética possui
quatro lados e pelo menos uma parte de um lado é soldada a
uma camada de terra condutora da placa de circuito
impresso.

11. Uma antena patch, de acordo com a
reivindicacdo 10, na qual pelo menos uma parte de apenas um
lado é soldada a camada de terra condutora.

12. Uma antena patch, de acordo com a
reivindicagcdo 10, na qual pelo menos uma parte de pelo
menos dois lados é soldada a camada de terra condutora.

13. Uma antena patch, de acordo com a
reivindicag¢do 12, na qual pelo menos uma parte de pelo
menos trés lados é soldada a camada de terra condutora.

14. Uma antena patch, de acordo com a
reivindicagdo 9, a blindagem eletromagnética incluindo
adicionalmente uma superficie superior que é desviada da

superficie oposta da placa de circuito impresso.
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15. Uma antena patch, de acordo com a
reivindicacdo 9, na qual o elemento de radiagdo e a
blindagem eletromagnética formam pelo menos parcialmente
uma antena planar invertida “F” (PIFA).

16. Uma antena patch, de acordo com a .
reivindicacdo 15, na qual a PIFA é uma PIFA multibanda.

17. A antena patch (102), de acordo com a
reivindicacdo 16, na qual a PIFA é otimizada para operar em
uma banda de freqiiéncia de 824 a 894 MHz, em uma banda de
fregiiéncia de 1850 a 1990 MHz e a uma banda de freqiéncia
incluindo 1575 MHz.

18. Uma montagem de dispositivo de comunicacéo
mbével, compreendendo:

uma placa de circuito 1impresso possuindo um
primeiro lado e um segundo lado;

uma pluralidade de componentes elétricos montados
na placa de circuito impresso;

um elemento de radiagdo plano conectado ao
primeiro lado da placa de circuito impresso e posicionado
pelo menos parcialmente sobre uma abertura na placa de
circuito impresso; e

uma blindagem eletromagnética conectada ao
segundo lado da placa de circuito impresso e posicionada
pelo menos parcialmente sob a abertura, o elemento de
radiacdo plano e a blindagem eletromagnética formando pelo
menos uma parte de uma antena patch.

19. Uma montagem de dispositivo de comunicacédo
mével, de acordo com a reivindicagdo 18, na qual a
blindagem eletromagnética possui quatro lados e pelo menos
uma parte de um lado é soldada a camada de terra condutora
da placa de circuito impresso.

20. Uma montagem de dispositivo de comunicacgédo

mével, de acordo com a reivindicacdo 19, na qual pelo menos



4/4

partes de cada um dentre pelo menos dois lados da blindagem

eletromagnética sdo soldadas a camada de terra condutora.
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RESUMO

"ANTENA PATCH COM CONTRAPESO DE BLINDAGEM ELETROMAGNETICA"

Uma antena patch inclui um elemento de radiagéo
(104) posicionado em um lado de uma placa de circuito
impresso (108) e wuma blindagem eletromagnética (106)
posicionéda no lado oposto da placa de circuito impresso. A
blindagem eletromagnética forma pelo menos uma parte de um
contrapeso e é conectada ao terra da PCB em pelo menos uma
localizacdo. A flexibilidade de projeto em posicionamento
da antena dentro de um dispositivo de comunicagdo portatil
é maximizada enquanto o tamanho do dispositivo de

comunicacdo portatil é minimizado.
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"ANTENA PATCH COM CONTRAPESO DE BLINDAGEM ELETROMAGNETICA"
FUNDAMENTOS '

A invencdo refere-se em geral a antenas e mais
especificamente a uma antena patch possuindo um contrapeso
de blindagem eletromagnética.

Os sinais eletromagnéticos sdo transmitidos e
recebidos através de antenas. A selecdo ou projeto de uma
antena para um dispositivo em particular pode depender de
uma variedade de fatores incluindo freqiéncias de sinal,
desempenho minimo de antena e espago disponivel. Em
dispositivos méveis sem fio, o tamanho e a localizagdo de
uma antena sdo consideracdes importantes para o desempenho
da antena. Dispositivos mbveis convencionais utilizam
antenas patch embutidas tal como a Antena Planar em “F”
Invertido (PIFA) onde um elemento de radiagao é posicionado
paralelo a um plano de terra formado por uma camada de
terra condutora em uma placa de circuito impressoc (PCB). O
elemento de radiacdo pode ser impresso dentro de uma camada
condutora na PCB ou pode ser formado em um componente
separado que ¢é fixado perto da camada de terra na PCB.
Projetos convencionais de antena patch sdc limitados uma
vez que a localizagdo do plano de terra na PCB, bem como
outras restricdes mecdnicas do projeto do dispositivo
mével, limitam a localizagdo e posicionamento potenciais do
elemento de radiacdo. As caracteristicas de desempenho da
antena patch tais como largura de banda e eficiéncia
dependem muito do espacamento entre o plano de terra e o
elemento de radiacdo. Como resultado disso, a localizacdo e
o) posicionamento da PCB nos dispositivos méveis
convencionais limitam as localizacgbes potencilais do
elemento de radiacdo e frequentemente resultam em um

dispositivo de comunicacgdo mével maior do que o requerido.



10

15

20

25

- 30

2/9

De acordo, existe a necessidade por uma antena
patch que maximize a flexibilidade em localizac¢do da antena
dentro de um dispositive de comunicagdo portatil e facilite
projetos compactos de dispositivos de comunicagdo movel.

BREVE DESCRIGAO DOS DESENHOS

A figura 1 é um diagrama de blocos de um
equipamento de antena patch de acordo com uma modalidade
exemplar da invengao;

A figura 2 ¢é uma representacdo esquematica
mecdnica de uma vista lateral da montagem de dispositivo de
comunicacdo mbével de acordo com a modalidade exemplar da
invenc¢do;

A figura 3 ¢é uma representacdo esquematica
mecdnica de uma vista inferior da montagem de dispositivo
de comunicacido mével de acordo com a modalidade exemplar da
invencéao;

A figura 4 é uma ilustragcdao de uma vista em
perspectiva de uma montagem de dispositivo de comunicagdo
mével exemplar onde a blindagem eletromagnética € uma
blindagem metalica retangular.

DESCRIGAO DETALHADA

De acordo com uma modalidade exemplar da
invencdo, uma antena patch inclui um elemento de radiagéo
posicionado em um lado plano de uma placa de circuito
impresso e uma blindagem eletromagnética posicionada em um
lado plano oposto da placa de circuito impresso. A
blindagem eletromagnética forma pelo menos uma parte do
contrapeso da antena e é conectada ao terra da PCB em pelo
menos uma localizacdo. O equipamento de antena patch
exemplar maximiza a flexibilidade na localizagdo da antena
dentro de um dispositivo de comunicacdo mével enquanto

minimiza o tamanho do dispositivo de comunicac¢do mével.
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A figura 1 é um diagrama de blocos de uma vista
lateral de uma antena patch 102 dentro de uma montagem de
dispositivo de comunicacdo mével 100 de acordo com uma
modalidade exemplar da invencdo. Os blocos na figura 1
geralmente representam uma configuracdo relativa exemplar e
ndo representam necessariamente tamanhos ou posicdes
relativos dos componentes ilustrados. A antena patch 102
inclui um elemento de radiac¢do 104 e um contrapeso formado
pelo menos parcialmente por uma blindagem eletromagnética
106. Na modalidade exemplar, a antena patch 102 é integrada
com uma placa de circuito impresso 108 de um dispositivo de
comunicagdo mdével tal como, por exemplo, um telefone
celular ou PDA sem fio. Em alguns casos, no entanto, a
antena patch 102 pode ser integrada com outros dispositivos
ou pode ser formada como um componente discreto conectével
a um dispositivo de comunicag¢do mdével. A antena patch 102 é
configurada para operar em uma ou mais larguras de banda de
freqiiéncia. Na modalidade exemplar, a antena patch 102 é
uma Antena Planar em “F” 1Invertido (PIFA) multibanda
otimizada para operar na banda de freqliéncia de 824 a 894
MHz (celular U.S.), na banda de freqiéncia de 1850 a 1990
MHz (PCS U.S.) e na banda de freqgliéncia de 1575 MHz (GPS).

O elemento de radiacao 104 da antena patch 102 é
posicionado em um lado da placa de circuito impresso (PCB)
108 e a blindagem eletromagnética 106 é posicionada em um
lado oposto da PCB 108. A blindagem eletromagnética 106 é
conectada ao terra 110 da PCB 108 e forma pelo menos uma
parte do contrapeso (plano de terra) para a antena patch
102. Na modalidade exemplar, o contrapeso da antena patch
102 é formado pela combinag¢ao da blindagem eletromagnética
106 e o terra 110 da PCB 108. A blindagem eletromagnética
106 pode ser formada a partir de qualquer um dentre varios

materiais eletricamente condutores e pode ter qualquer um
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dentre varios formatos e tamanhos dependendo das restricgdes
de projeto particulares, freqliéncias de operagao e
desempenho desejado. Como discutido abaixo em maiores
detalhes, as dimensdes da blindagem eletromagnética 106 sdo
selecionadas, pelo menos em parte, de acordo com a posigao
desejada do plano de terra para a antena patch 102.

Como mencionado acima, a blindagem
eletromagnética 106 & conectada ao terra 110 da PCB 108. Na
modalidade exemplar, pelo menos uma parte da blindagem
eletromagnética 106 é soldada a uma camada de terra na PCB
108. A blindagem eletromagnética 106 pode ser conectada
utilizando-se outras técnicas em algumas circunsténcias.
Por exemplo, a blindagem eletromagnética 106 pode’ ser
soldada a uma ou mais vias de terra como discutido abaixo.

0O elemento de radiacdo 104 é qualquer tira,
chapa, folha ou dispositivo condutor adequado para radiacdo
de energia eletromagnética em operagdao com um contrapeso
(plano de terra) gquando excitado de forma adequada com um
sinal elétrico. Como discutido abaixo, o elemento de
radiacdo 104 na modalidade exemplar é um elemento de
radiacdo PIFA discreto incluindo um elemento gravado, um
pino de alimentacgdo, um pino de terra e uma armagao de
suporte. Na modalidade exemplar, a.armacdo do elemento de
radiacdo PIFA discreto é presa a PCB 108 com um mecanismo
de fixagdo tal como uma disposigdo de prendedor pléastico. O
elemento de radiacdo 104, no entanto, pode ser preso a PCB
108 de varias formas dependendo do tipo particular de
projeto de elemento de radiagdo. Por exemplo, um elemento
de radiacdo 104 pode ser gravado, ou formado de outra
maneira, em uma camada condutora da PCB 108. Além disso, o
elemento de radiagdo pode ser formado por mais de um
elemento e/ou elementos parasiticos em algumas

circunstédncias. Onde o elemento de radiacdo 104 é um
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elemento de radiacdo discreto, etiquetas flexiveis, pinos
ou outros mecanismos adequados para conexdo do elemento de
radiacdo 104 com a PCB 108 podem ser utilizados. Em algumas
circunstancias, o elemento de radiacdo 104 pode ser soldado
a um traco ou camada de cobre da PCB 108. Na modalidade
exemplar, conectores de alimentagdo e de terra conectam
eletricamente os pinos de alimentacdo e de terra de
elemento de radiacdo as conexdes de circuito adequadas da
montagem de dispositivo de comunicacdo mével 100.

A montagem de dispositivo de comunicagdo movel
100 inclui componentes elétricos 112 que estdo dispostos e
interconectados na PCB 108 para formar os circuitos do
dispositivo de comunicacdo mével. A antena patch 102 e
conectada a um ou mais dentre os circuitos através de
tracos de cobre, fios, componentes elétricos ou conectores.
Os tracos de cobre na PCB 108 conectam o conjunto de
circuitos de antena aos conectores que engatam o pino de
alimentacdo e o pino de terra do elemento de radiacao 104.

Na modalidade exemplar, a PCB 108 inclui uma
abertura 114 entre o elemento de radiagéo 104 e a blindagem
eletromagnética 106. Em algumas circunstancias, no entanto,
a Area entre o elemento de radiacdo 104 e o campo
eletromagnético 106 pode incluir pelo menos parcialmente o
material dielétrico da PCB 108. De acordof o0 elemento de
radiacdo 104 na modalidade exemplar ¢é posicionado pelo
menos parcialmente sobre uma abertura 114 da PCB expondo
pelo menos uma parte da blindagem eletromagnética 106.

A figura 2 é uma representagdo esquematica
mecidnica de uma vista lateral e a figura 3 é uma
representagdo esquemdtica mecdnica de uma vista inferior da
montagem de dispositivo de comunicacdo mével 100 de acordo
com a modalidade exemplar da invenc¢do. No interesse da

clareza, varios detalhes da montagem de dispositivo de
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comunicacao mével 100 foram omitidos nas figuras 2 e 3. Os
componentes e elementos representados pelas representagdes
gerais nas figuras 2 e 3 se aplicam a qualquer um dentre os
varios componentes ou dispositivos. Por exemplo, os
componentes de circuito sao ilustrados como blocos
retangulares (112) na figura 2 e na figura 3 apesar de
componentes elétricos poderem ter qualquer um dentre os
intmeros formatos e tamanhos. Os versados na técnica
reconhecerao prontamente o0s vVvVAarios componentes que sao
representados pelas representag¢des gerais das ilustracgdes.

O elemento de radiacdo 104 na modalidade exemplar
¢ um dispositivo discreto que inclui uma estrutura pléastica
206 que suporta uma folha de cobre 204 disposta e um padréo
que cria uma antena patch 102. PIFA multibanda quando
posicionada a uma distancia adequada de um plano de terra.
Como discutido acima, no entanto, o elemento de radiacdo
204 pode ser qualquer um dentre varios elementos de
radiacdo de projeto de antena e pode ser formado dentro de
uma camada condutora da PCB 108 em algumas circunsténcias.

O mecanismo de fixagdo 208 na modalidade exemplar
inclui duas ou mais etiquetas pladsticas que encaixam na PCB
108. Um pino de alimentacdo 210 engata um conector de
antena de alimentacdo na PCB 108 que ¢é conectado ao
conjunto de circuitos da antena. Um pino de terra engata um
conector de terra 212 conectado ao terra 110 da PCB 108.

A blindagem eletromagnética 106 & uma folha
recoberta dé material condutor tal como cobre, acgo,
plasticos condutores, pléastico revestido, ou pléastico com
tinta condutora. A selecdo do material e da técnica de
fabricacgéo utilizada para formar a blindagem
eletromagnética 106 depende da implementagdo particular,
das considerag¢des de custo e de outros fatores. Exemplos de

estruturas adequadas para a blindagem eletromagnética 106
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incluem estruturas que sao adeqguadamente rigidas para
minimizar deformacdes que resultam em degradacdao do
desempenho da antena. A blindagem eletromagnética 106
exemplar é formada a partir de uma folha de 0,2 mm de
espessura (calibragem 38) de ago enrolado a frio (série
1010-1008) utilizando um processo de estampagem de metal
laminado. Um exemplo de uma técnica adequada para a
formatacdoc da blindagem eletromagnética 106 inclui a
utilizacdo de wuma prensa de formagdo. Na meodalidade
exemplar, a blindagem eletromagnética 106 é revestida com
estanho para aperfeigoar as caracteristicas de soldagem. A
altura da blindagem eletromagnética 106 é determinada, pelo
menos em parte, com base na separacdo preferida entre o
elemento de radiacdao 104 e um plano de terra. A separagao
preferida ¢é determinada de acordo com as técnicas de
projeto de antena conhecidas como aplicadas a implementacgdo
particular da antena patch 102.

Pelo menos uma parte da blindagem eletromagnética
106 é& conectada ao terra 110 da PCB 108. Na modalidade
exemplar, uma parte de uma dentre as quatro bordas
eqiilaterais é soldada a um plano de terra condutor
superior da PCB 108. Uma técnica adequada para a soldagem
da blindagem eletromagnética 106 inclui a aplicagdo de
pasta de soldagem entre a borda da blindagem
eletromagnética 106 e a PCB 108 e a exposigao da montagem
em um forno de refluxo a uma temperatura adequada. Na
modalidade exemplar, a blindagem eletromagnética 106 inclui
uma ou mais extensdes (legs) que possuem apoios (feets) em
angulos retos que sao soldados em pontos de soldagem na PCB
108. Os apoios sdo paralelos a PCB 108 e presos com pasta
de soldagem em pontos de soldagem permitindo que a
blindagem eletromagnética 106 permaneca posicionada na PCB

108 durante o processo de solda por refluxo. Para uma
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integridade estrutural adicional, mais de um lado da
blindagem eletromagnética 106 pode ser conectado a PCB 108.
Por exemplo, pelo menos partes de dois lados, trés lados,
ou todos os quatro lados de uma protecdo retangular podem
ser soldadas ao terra 110. Em algumas situag¢des, soldar
mais de um lado da blindagem eletromagnética 106 ao terra
pode degradar o desempenho da antena. Adicionalmente,
outras técnicas podem ser utilizadas para se conectar
eletricamente a blindagem eletromagnética 106 ao terra da
PCB 108. Por exemplo, a conexdo pode ser realizada
utilizando-se uma ou mais almofadas ou juntas condutoras em
algumas circunsténcias.

A figura 4 ¢é uma ilustragdo de uma vista em
perspectiva de uma montagem de dispositivo de comunicagdo
mével exemplar 400 onde a blindagem eletromagnética 106 &
uma blindagem metalica retangular. A blindagem
eletromagnética 106 exemplar inclui quatro lados
eqliilaterais onde pelo menos as partes 406 dos dois dentre
os lados sido soldadas a um terra 110 da PCB 108. O terra
110 inclui uma camada de terra condutora 402 que € formada
no lado da PCB 108 onde a blindagem eletromagnética 106 ¢&
conectada. As vias de terra 404 conectam outras camadas de
terra & camada de terra condutora 404. Em algumas
circunstancias, as vias de terra 404 podem ser eliminadas.
Adicionalmente, a blindagem eletromagnética 106 pode ser
conectada diretamente as vias de terra 404 do terra 110 da
PCB. Apesar de a blindagem eletromagnética 106 exemplar ser
retangular, outros formatos e configuragdes podem ser
utilizados onde a blindagem 106 pode ter qualquer numero de
lados e pode ndo ser simétrica. Por exemplo, a blindagem
106 pode ser eliptica, circular, triangular, trapezoidal ou
hexagonal e pode ter entalhes, ranhuras ou outras

descontinuidades em mais de um lado.
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Portanto, o elemento de radiagcdoc 104 e a
blindagem eletromagnética 106 formam uma antena patch 102
onde o elemento de radiacdo 104 é posicionado em um
primeiro lado da PCB 108 e a blindagem eletromagnética 106
& fixada ao lado oposto. Uma abertura 114 na PCB 108
minimiza a perda. Apesar de um uUnico lado da blindagem
eletromagnética 106 poder ser conectado ao terra 110 da PCB
108, miltiplos lados podem ser soldados a um plano de terra
condutor 402 em algumas circunsténcias. A blindagem

eletromagnética 106 permite que o plano de terra da antena

102 exemplar seja desviado do plano da PCB 108 ou desviado

~da superficie da PCB 108. Em comparacdao com as antenas

convencionais, a flexibilidade adicional ¢é fornecida em
posicionamento da antena patch 102 com relacdo aos varios
componentes de um dispositivo de comunicacgédo mbével. Por
exemplo, a espessura de uma carcaca de um dispositivo de
comunicacdo mével pode ser reduzida visto que a antena
patch 102 pode ser centralizada dentro da carcaca.

| De forma clara, outras modalidades e modificacdes
dessa invencdo ocorrerdo prontamente aos versados na
técnica em vista desses ensinamentos. A descricdo acima é
ilustrativa e ndo restritiva. Essa invencdo .deve ser
limitada somente pelas reivindicacdes em anexo, que incluem
todas as ditas modalidades e modificacdes quando observadas
em conjunto com o relatdério descritivo acima e os desenhos
em anexo. O escopo da invengdo deve, portanto, ser
determinado ndo com referéncia & descrigdoc acima, mas ao
invés disso, ser determinado com relagdo as reivindicacgdes

em anexo junto com seu escopo total de equivalentes.
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REIVINDICAGOES

1. Antena patch (102), compreendendo:

um elemento de radiacdo (104) posicionado em um
primeiro lado de uma placa de circuito impresso (108), o
elemento de radiacdo posicionado definindo uma area de
cobertura de elemento de radiacdo da placa de circuito
impresso se estendendo do primeiro lado até um lado oposto
da placa de circuito impresso; e

a placa de circuito impresso (108) compreendendo
um terra (110) gque ndo se estende na é&rea de cobertura de
elemento de radiacgao;

uma blindagem eletromagnética (106) posicionada

acima da &rea de cobertura de elemento de radia¢do no lado

oposto da placa de «circuito impresso, a blindagem
eletromagnética conectada ao terra (110) da placa de
circuito impresso no lado oposto da placa de circuito
impresso, em que a blindagem eletromagnética (106) forma
pelo menos uma parte de um contrapeso da antena patch
(102) .

2. Antena patch (102), de acordo com a
reivindicacdo 1, na gqual o contrapeso da antena patch (102)
compreende a blindagem eletromagnética e pelo menos uma
parte do terra (110) da placa de circuito impresso (108).

3. Antena patch (102), de acordo com a

reivindicacdo 1, na qual o elemento de radiagédo (104) ¢é

posicionado pelo menos parcialmente sobre uma abertura

(114) dentro da Area de cobertura de elemento de radiacéo
da placa de circuito impresso (108), em gque a abertura
(114) expde pelo menos uma parte . da blindagem
eletromagnética (106).

4, Antena patch (102), de acordo com a

reivindicacdo 1, na qual o elemento de radiacgdao (104) e a
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blindagem eletromagnética (106) formam pelo  menos
parcialmente uma antena planar em “E” invertido (PIFA).

5. Antena patch (102), de acordo com a
reivindicacdo 1, na qual a blindagem eletromagnética (106)
é soldada ao terra (110) da placa de circuito impresso
(108) . .

6. Antena patch (102), de acordo com a
reivindicacdo 5, na qual a blindagem eletromagnética (106)
possﬁi quatro lados (406) e é soldada a um plano de terra
(402) ao longo de pelo menos uma parte do pelo menos um
dentre os quatro lados, em que o plano de terra (402) esté
conectado ao terra (110).

7. Antena patch (102), de acordo com a
reivindicacdo 6, na qual a blindagem eletromagnética (106)
é& soldada ao plano de terra (402) ao longo de pelo menos
uma parte de apenas um dentre os quatro lados (406).

8. Antena patch (102), de acordo com a
reivindicacdo 1, na qual a blindagem eletromagnética (106)
inclui adicionalmente wuma superficie superior que ¢&
deslocada da superficie oposta da placa de circuito
impresso (108).

9. Antena patch (102), compreendendo:

uma placa de circuito impresso (108)
compreendendo um primeiro lado e um segundo lado, uma
camada de terra condutora (110) e uma abertura (114) se
estendendo do primeiro lado até o segundo lado e possuindo
uma area de abertura;

um elemento de radiacdo (104) plano possuindo uma
4rea de cobertura de elemento de radiacdo, o elemento de
radiacdo (104) plano conectado ac primeiro lado da placa de
circuito impresso (108) e posicionado pelo  menos
parcialmente sobre a abertura (114) na placa de circuito

impresso (108); e
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uma blindagem eletromagnética (106) possuindo uma
drea de cobertura de blindagem maior do gque a area de
abertura, a blindagem eletromagnética (106) conectada ao
segundo lado da placa de circuito impresso (108) e
posicionada sob a abertura (114), a blindagem
eletromagnética (106) conectada a camada de terra condutora
(110) e formando pelo menos uma parte de um contrapeso da
antena patch (102).

10. Antena patch (102), de acordo com a
reivindicacdo 9, na qual a blindagem eletromagnética (106)
possui quatro lados (406) e pelo menos uma parte de um lado
dentre os quatro lados é soldada a um plano de terra (402)
condutor da placa de circuito impresso que esté& conectado a
camada de terra condutora (110).

11. Antena . patch (102), de acordo com a
reivindicacdo 10, na qual pelo menos uma parte de apenas um
lado dentre os quatro lados (406) é soldada ao plano de
terra (402) condutor

12. Antena patch (102), de acordo com a
reivindicacdo 10, na qual pelo menos uma parte de pelo
menos dois lados dentre os quatro lados (406) é& soldada ao
plano de terra (402) condutor

13. Antena patch (102), de acordo com a
reivindicacdo 12, na qual pelo menos uma parte de pelo
menos trés lados dentre os quatro lados (406) é soldada ao
plano de terra (402) condutor

14. Antena patch (102), de acordo com a
reivindicacado 9, a blindagem eletromagnética (106)
incluindo adicionalmente uma superficie superior dque &
deslocada do segundo lado da placa de circuito impresso
(108) .

15. Antena patch (102), de acordo com a

reivindicacdo 9, na gqual o elemento de radiagdo (104) e a
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blindagem eletromagnética (106) formam pelo  menos
parcialmente uma antena planar em “F” invertido (PIFA).

16. Antena patch (102), de acordo com a
reivindicacdo 15, na qual a PIFA é uma PIFA multibanda.

17. Antena patch (102), de acordo com a
reivindicacdo 16, na qual o elemento de radiacdo (104) e a
blindagem eletromagnética (106) possuem uma distédncia de
separacdo para otimizar operacdo da PIFA em uma banda de
freqiéncia de 824 a 894 MHz, em uma banda de freqiiéncia de
1850 a 1990 MHz e uma banda de freqiiéncia incluindo 1575
MHz.

18. Montagem de dispositivo de comunicacdo mével,
compreendendo:

uma placa de circuito impresso (108) possuindo um
primeiro lado, um segundo ladc, uma abertura (114) que se
estende através da placa de circuito impresso (108) do
primeiro lado até o segundo lado, e uma camada de terra
condutora (110, 402);

uma pluralidade de componentes elétricos (112)
montados nos primeirc e segundo lados da placa de circuito
impresso (108);

um elemento de radiacao (104) plano acoplado a
pelo menos um dentre a pluralidade componentes elétricos
(112) e conectado ao primeiro lado da placa de circuito
impresso (108), 0 elemento de radiacéao (104) plano
posicionado pelo menos parcialmente sobre a abertura (114)
na placa de circuito impresso (108), e posicionado em uma
adrea da placa de circuito impresso (108} que ndo inclui a
camada de terra condutora (110); e

uma blindagem eletromagnética (106) conectada ao
segundo lado da placa de <circuito impresso (108) e
posicionada sob e cobrindo a abertura (114), o elemento de

radiagcdo (104) plano e a blindagem eletromagnética (106)
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formando pelo menos uma parte de uma antena patch (102); em
que a blindagem eletromagnética (106) é um contrapeso da
antena patch (102).

19. Montagem de dispositivo de comunicacéo mével,
de acordo com a reivindicacdo 18, na qual a blindagem
eletromagnética (106) possui quatro lados (406) e pelo
menos uma parte de um lado dentre os quatro lados é soldada
3 camada de terra condutora (110, 402) da placa de circuito
impresso.

20. Montagem de dispositivo de comunicagao movel,
de accrdo com a reivindicacdo 19, na qual pelo menos partes
de cada um dos pelo menos dois lados dentre os quatro lados
(406) da blindagem eletromagnética (106) s&o soldadas a

camada de terra condutora (110, 402).
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RESUMO

"ANTENA PATCH COM CONTRAPESO DE BLINDAGEM ,ELETROMAGNE".TICA"

Uma antena patch inclui um elemento de radiagéo
(104) posicionado em um lado de uma placa de circuito
impresso (108) e wuma blindagem eletromagnética (106)
posicionada no lado oposto da placa de circuito impresso. A
blindagem eletromagnética forma pelo menos uma parte de um
contrapeso e & conectada ao terra da PCB em pelo menos uma
localizacdo. A flexibilidade de projeto em posicionamento
da antena dentro de um dispositivo de comunicagdo portatil
¢ maximizada enquanto o tamanho do "dispositivo de

comunicacdo portatil é minimizado.
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